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Maneggiamento, Imballaggio, Spedizionee
Utilizzo di Componenti a Montaggio

Superficiale Sensibili a Umidità/Rifusione

1 PREMESSA

Con l’avvento dei componenti a montaggio superficiale (di seguito SMD) è stata introdotta una nuova categoria
di problematiche legate ad affidabilità e qualità, in relazione ai danni (cricche e delaminazioni) che possono avvenire
nei corpi dei componenti, provocati dal processo di rifusione della lega brasante. Questo documento definisce i livelli
standardizzati di “floor life” per i corpi di componenti SMD sensibili a umidità/rifusione, contestualmente ai requisiti
di maneggiamento, di imballaggio e di spedizione, indispensabili per evitare danni agli stessi. I documenti correlati
J-STD-020 e JEP113 definiscono rispettivamente le procedure di classificazione e i requisiti di etichettatura.

L’umidità atmosferica penetra i materiali di imballaggio permeabili secondo il fenomeno di diffusione. Le procedure
di assemblaggio utilizzate per brasare i corpi di SMD a circuiti stampati, espongono l’intero corpo del componente
a temperature maggiori di 200°C. Durante la rifusione della lega brasante, la combinazione della rapida espansione
dell’umidità, la non corrispondenza ed il deterioramento dell’interfaccia dei materiali, possono portare alla rottura
e/o delaminazione di interfacce critiche poste internamente al corpo stesso.

Le procedure di rifusione della lega brasante incriminate sono quelle a convezione, a convezione/IR, a infrarossi,
in vapor phase (VPR) e mediante strumenti di rilavorazione ad aria calda. L’uso di processi di assemblaggio che
immergono il componente nella lega brasante fusa sono sconsigliati per la maggior parte degli SMD.

1.1 Finalità La finalità di questo documento è quella di fornire a produttori ed utilizzatori di SMD, dei metodi
standard per il maneggiamento, l’imballo, la spedizione e l’utilizzo di SMD sensibili all’umidità/rifusione, classificati in
livelli secondo la norma J-STD-020. Questi metodi sono forniti al fine di evitare danni riconducibili all’assorbimento di
umidità o all’esposizione a temperature di rifusione che possono provocarne cedimenti o diminuzione dell’affidabilità.
Attraverso l’utilizzo di queste procedure insieme alla modalità di “dry packing”, è possibile ottenere dei processi di
rifusione sicuri garantendo contestualmente una “shelf life” di almeno 12 mesi dopo la fase di imballo stessa.

1.2 Scopo

1.2.1 Corpi dei Componenti

1.2.1.1 Non Ermetici Questa norma si applica a tutti gli SMD non ermetici che possono essere sottoposti a svariate
procedure di rifusione durante l’assemblaggio su circuito stampato, inclusi quelli con incapsulante plastico e tutti quelli
fabbricati con polimeri permeabili all’umidità (resine epossidiche, siliconi, ecc.) quando esposti all’aria.

1.2.1.2 Ermetici Gli SMD ermetici non sono sensibili all’umidità e quindi non necessitano di precauzioni particolari
per il maneggiamento.

1.3 Procedure di Assemblaggio

1.3.1 Rifusione Massiva Questo standard si applica a processi di assemblaggio tramite rifusione massiva della lega
brasante per convezione, convezione/IR, infrarossi, e vapor phase (VPR). Non si applica a processi che prevedono
l’immersione dei corpi dei componenti in lega brasante fusa (es. saldatura ad onda). Questi processi non sono permessi
per molti SMD e non vengono inclusi negli standard di qualificazione dei componenti alla base di questo documento.

1.3.2 Riscaldamento Localizzato Questo standard si applica anche ad SMD sensibili all’umidità che vengano
separati o attaccati singolarmente tramite applicazione di calore localizzato, es. ‘‘rilavorazione ad aria calda’’. Vedere
Clausola 6.
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